
证券代码：688138                                  证券简称：清溢光电 

深圳清溢光电股份有限公司投资者关系活动记录表 

                                                      编号：2022-005 

投资者关系活

动类别 

 

■特定对象调研        □分析师会议 

□媒体采访            □业绩说明会 

□新闻发布会          □路演活动 

□现场参观  

□其他 （请文字说明其他活动内容） 

参与单位名称

及人员姓名 

国泰君安证券股份有限公司 赵文通 

财通基金管理有限公司   袁泽强 

中信建投证券股份有限公司   孙芳芳 

富国基金管理有限公司   周宗舟 

中银证券股份有限公司   余媛媛 

上海东方证券资产管理有限公司 蔡志鹏 

中邮创业基金管理股份有限公司 陈子龙 

泰信基金管理有限公司  黄睿东 

国泰基金管理有限公司  宋巨生 

安信证券股份有限公司  马良 

安信证券股份有限公司  程宇婷 

德邦基金管理有限公司  李薇依 

华夏基金管理有限公司  彭海伟 

华夏基金管理有限公司  罗绍武 

博时基金管理有限公司  周龙 

光大证券股份有限公司  杨绍辉 

光大证券股份有限公司  李佳琦 

时间 2022 年 11 月 22 日 

地点 深圳清溢光电股份有限公司会议室 

上市公司接待 公司财务总裁、董事、合肥清溢光电有限公司常务副总经理：吴克强先生 



人员姓名 公司品质工艺总监、合肥清溢光电有限公司高级营运总监：熊启龙先生 

公司市场部销售总监（TFT 组）：朱文东先生 

公司董事会秘书：秦莘女士                                   

投资者关系活

动主要内容介

绍 

一、问答交流 

1.基本情况介绍 

深圳清溢光电股份有限公司(证券代码：688138，证券简称：清溢光电，以下简

称“公司”)成立于 1997 年 8 月，注册资本为 26,680 万元人民币，已于 2019 年 11

月 20 日在上海证券交易所科创板上市。公司从成立至今一直从事掩膜版的研发、设

计、生产和销售业务，是国内成立最早、规模最大的掩膜版生产企业之一。 

公司主要产品为掩膜版（Photomask），又称光罩、光掩膜、光刻掩膜版、掩模版

等，是下游行业产品制造过程中的图形“底片”转移用的高精密工具，是承载图形设

计和工艺技术等知识产权信息的载体，主要应用于平板显示、半导体芯片、触控、电

路板等行业。  

公司主要募投项目“合肥清溢光电有限公司 8.5 代及以下高精度掩膜版项目”系

由合肥清溢光电有限公司在合肥新站高新技术产业开发区新建掩膜版生产基地，建设

8.5 代及以下高精度掩膜版生产线以满足公司产能扩张的需求。该项目将提升公司掩

膜版产品的产能和精度。合肥项目已于 2021 年四月投产，2022 年上半年已实现

AMOLED/LTPS 用高精度掩膜版全面量产。2022 年前三季度归属于上市公司股东的净利

润大幅增加，主要原因在于合肥项目去年同期亏损，而今年因产销规模增长产生盈利。 

公司愿景是打造最具竞争力的高精度掩膜版企业，利用登陆资本市场机遇迅速

扩产，尽快提高市场占有率，提升掩膜版的本土化率，加强高精度及前沿产品和技术

的研发，进一步提升技术实力，不断扩大产品线并适时向产业链上游延伸，进一步整

合提升竞争能力。公司将发挥公司技术、管理、服务和成本等方面的优势，紧密围绕

上述两个行业，不断完善并拓展自身产品结构和市场布局，提升高精度掩膜版技术能

力和产能，满足客户及市场需求。 

二、问答环节 

1、公司面板（平板显示）掩膜版与半导体芯片用掩膜版的销售收入占比情况是怎样

的？两者之间的毛利率是否有较大差异？ 

答：2022年上半年公司半导体芯片行业收入在公司主营业务收入中占比约为15%，

平板显示行业收入在公司主营业务收入中占比约为 76%。 

半导体芯片用掩膜版的毛利率较平板显示掩膜版高，主要是因为半导体芯片用掩



膜版材料成本占销售收入的比重相对较低。 

2、能否介绍一下公司半导体芯片用掩膜版及平板显示掩膜版业务的现状及未来发展

方向？ 

答：半导体芯片用掩膜版技术方面，公司已实现 250nm 半导体芯片用掩膜版的量

产，正在推进 180nm 半导体芯片用掩膜版的客户测试认证，同步开展 130nm-65nm 半

导体芯片用掩膜版的工艺研发和 28nm 半导体芯片所需的掩膜版工艺开发规划。 

深圳工厂新引进的半导体芯片用掩膜版光刻机已经到位，但因疫情等因素影响，

配套的清洗和检测设备交期较长，预计相关设备到位后将提升 IC Bumping 和 Mini 

LED 芯片用掩膜版等产品的产能，以更好地满足集成电路凸块（IC Bumping）、集成电

路代工（IC Foundry）、集成电路载板（IC Substrate）、Mini LED 芯片、MicroLED 芯

片、微机电（MEMS）等市场的需求。 

在平板显示用掩膜版技术方面，公司已实现 8.5 代高精度 TFT 用掩膜版及 6代中

精度 AMOLED/LTPS 用掩膜版的量产，初步实现了掩膜基板涂胶工艺的量产及半透膜

掩膜版(HTM)产品的多家客户供货，正在逐步推进 8.6 代高精度 TFT 用掩膜版和 6 代

高精度 AMOLED/LTPS 用掩膜版的客户导入及后续逐步量产计划，同步进行 6代超高精

度 AMOLED/LTPS 用掩膜版的研发和高规格半透膜掩膜版(HTM)规划开发。因显示逐步

大尺寸、多样化，且精度要求越来越高，并呈现柔性化显示等趋势，公司未来平板显

示用掩膜版的发展方向主要是大尺寸高精度显示、AMOLED/LTPS 高清晰度及柔性显示

掩膜版产品。 

3、能否从行业、公司业务结构等方面讲一下三季度业绩增长原因？ 

答：1）从行业角度看，公司三季度业绩增长一方面得益于掩膜版行业景气度和面

板行业的逆周期关系，另一方面则更多得益于国产化替代，具体而言，平板显示行业

景气度从去年第三季度开始就存在减弱现象，带动了客户开模数量的增加；受疫情等

因素影响，掩膜版海外订单交期较长，本地供应商有较多优势，加之贸易战的影响，

加速了掩膜版下游客户国产化的进程。 

2）业务结构角度看，公司的产品结构也有变化，深圳工厂主要生产 a-Si 类的产

品，而合肥工厂主要生产精度要求更高的 AMOLED/LTPS 产品，产品附加价值更高，经

济效益更好。                                                                                                  

4、既然掩膜版行业景气度与上游面板行业景气度呈现逆周期关系，假如明年下半年



面板行业景气度慢慢变好，是否会影响掩膜版行业国产化进程的推进？ 

答：掩膜版行业景气度与面板行业的逆周期关系不是绝对的逆周期，通常情况下，

面板企业在生产之外还会对未来一定期限的技术开发、客户认证等做出规划，新产品

的开发也会带动开模需求。逆周期关系对公司的影响更多是体现在上游行业景气度不

高时会加剧供应关系的紧张。 

在当前国际经济形势下，提高国产化率已成为产业链上企业的共识，与国际竞争

对手相比，本地供应商能够为国内客户提供更贴身、更周到、更及时的服务。中国大

陆掩膜版的发展滞后于平板显示投资的增长，特别在 AMOLED/LTPS 高精度掩膜版上国

产化率不足，仍严重依赖进口，国产替代的空间巨大，预计未来平板显示用掩膜版仍

有广阔的市场空间。 

5、公司有披露过正在进行 180nm IC 掩膜版的客户测试认证，认证周期大概需要多

久？ 

答：因掩膜版是下游电子元器件行业生产制造过程中的核心模具，是下游产品精

度和质量的决定因素之一，半导体行业客户测试认证工作非常全面和严格，认证周期

一般在 6个月至 1年时间，根据不同客户的不同需求而有所差异，产品越高端，客户

的认证周期越长。 

6、公司是否有向上游产业链拓展的计划？ 

答：公司一直以来积极探讨向上游产业链拓展，很早就与国内多家供应商合作，

在推进上游产业链国产化积累了丰富的经验。目前合肥工厂掩膜基板涂胶产线已初步

量产，将对 2022 年公司整体降低原材料采购成本、扩大产品线并提升终端产品的质

量起到支撑作用。公司将继续向上游产业链拓展，并积极推进上游材料国产化。 

7、合肥工厂现在的产能利用率大概是多少，还有上升空间么？  

答：公司产能利用率同时受订单结构和生产数量影响，会存在一定的波动，整

体上看合肥工厂未来产能利用率还有提升空间。 

8、公司前三个季度对京东方的销售金额大概占公司营收比例是多少？ 

答：具体数据无法透露，京东方是公司最大的客户之一。 

9、请问公司明年产品的价格还会有调整吗？ 

答：今年上半年公司上游材料价格有涉及涨价，公司也有根据部分客户情况在价

格上做了一些调整。关于公司产品价格是否会继续调整，会遵循随行就市的原则，结



合上游材料情况及掩膜版市场供求情况综合考量，但通常情况下会尽量避免全面大幅

涨价。 

10、公司设备采购是否受到海外限制？ 

答：公司平板显示用光刻机向瑞典的 Mycronic、德国的海德堡仪器公司采购，半

导体方面的设备主要向日、韩、德国及瑞典采购，目前均未受到境外采购的限制。 

前期美国出台的限制政策主要针对高端半导体设备，公司设备采购未受影响。 

附件清单（如

有） 

无 

日期 2022 年 11 月 22 日 

 


